
microelectronica.pro

Тема доклада: «Отработка в АО «ОКБ «Астрон» технологии 
корпусирования перспективных крупноформатных матричных 
микроболометрических приемников 
ИК-излучения»

Авторы: Бетрозов С.Б., Ерастов Д.А., Москвичев В.Ю., 
Попов В.К., Сильницкая О.А., Соколов К.В., Солодков А.А., 
Худаяров З.Ф., Шилейко Н.А.

24-27
сентября 2024

Докладчик: советник генерального директора, к.т.н. Солодков А.А.; saa@astrohn.ru

https://microelectronica.pro/
https://microelectronica.pro/
https://microelectronica.pro/
https://microelectronica.pro/


microelectronica.pro

o Лучше не использовать шрифт менее 18 размера
o Иначе плохо читается с экрана

2

Назначение и области применения матричных 

микроболометрических приемников (ММБП) ИК-излучения

2Источники иллюстраций: фото в свободном доступе в сети Internet
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Предприятия (фирмы) – разработчики ММБП ИК-излучения

в различных странах мира
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Рост производства ММБП ИК-излучения в мире в период 

2015-2020 г.г.
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Достигнутые значения и направления развития параметров 

отечественных ММБП ИК-излучения на основе МЭМС-структур

Рост площади кристалла и 
соответственно размеров внутреннего 
объема корпуса и количества выводов
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Назначение и основные элементы конструкции вакуумплотного 

корпуса для ММБП ИК-излучения

Разработчик 3-D модели: Гуляева Ю.В.
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Обеспечение требуемого уровня вакуума во внутреннем объеме 

вакуумплотного корпуса ММБП ИК-излучения: ОТКАЧКА

Обеспечение тепловой изоляции 
мембраны с чувствительным слоем 

от подложки за счет сверхнизкой 
теплопроводности вакуумного зазора 

2,4-2,7 мкм

Источник: «Pressure sensing in vacuum hermetic 
micropackaging for MOEMS-MEMS»/
M. M. Sisto, S. Garcia Blanco, L. Le Noc, B. Tremblay, 
Y. Desroches, J.-S. Caron, F. Provencal, F. Picard 
J. Micro/ Nanolith. MEMS MOEMS, 9, 041109, 2010
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Обеспечение требуемых оптических параметров входного окна

вакуумплотного корпуса ММБП ИК-излучения
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Система параметров вакуумплотных корпусов для ММБП 

ИК-излучения, как самостоятельных образцов продукции
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Примеры вакуумплотных корпусов, применяемых для обеспечения 

требуемых рабочих условий для ММБП ИК-излучения зарубежного 

производства

1 2 3

4

Корпус – металл, 
выводы вниз

Корпус – металл/керамика
выводы в сторону

Корпус – керамика,
выводы вниз

Корпус – WLP, выводы по типу LCC
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Примеры вакуумплотных корпусов, применяемых для обеспечения 

требуемых рабочих условий в отечественных ММБП 

ИК-излучения (период 2014-2024 г.г.)

Источники иллюстраций: фото в свободном доступе в сети Internet

Разработчики и изготовители корпусов для ММБП ИК-излучения в РФ:

- АО «НИИП» (г. Томск), филиал в г. В. Новгород (бывш. АО «НПП «Старт»);

- АО «ТЕСТПРИБОР» (г. Москва)
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Варианты конструкций вакуумплотных корпусов, применяемых 

для обеспечения требуемых рабочих условий для ММБП 

ИК-излучения зарубежного производства

1 5432

Металлический корпус Металлокерамический/керамический корпус
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Варианты конструкций вакуумплотных корпусов для ММБП 

ИК-излучения и основные технологии (технологические операции), 

применяемые для реализации процесса изготовления

Разработчик 3-D моделей: Берников Б.О.
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Типовой технологический маршрут сборки бескорпусной 

ИК-матрицы в вакуумплотный корпус
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Типовая таймограмма процесса вакуумной пайки крышки с окном

(или окна в варианте без крышки) к основанию корпуса

Источники иллюстраций: фото в свободном доступе в сети Internet

VLO-20
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Результаты тестовых сборок вакуумплотных металлических 

корпусов с использованием прототипов ММБП ИК-излучения
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Результаты тестовых сборок вакуумплотных керамических 

корпусов с использованием прототипов ММБП ИК-излучения
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Результаты оценки стабильности процесса тестовых сборок 

вакуумплотных корпусов с использованием прототипов ММБП 

ИК-излучения
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Значения средней ∆Тэш по образцам, мК
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Порядковый номер образца в партии Порядковый номер образца в партии
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Варианты вакуумплотного корпусирования ММБП ИК-излучения

на уровне пластины и основные технологии (технологические 

операции), применяемые для реализации процесса изготовления

Разработчик 3-D моделей: Берников Б.О.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

20

Подписывайтесь на нас
в телеграм-канале

и будьте в курсе всех
последних новостей!
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10 ЛЕТ – КАК ОДИН МИГ
2015 Алушта

2017 Алушта

2019 Алушта

2023 Федеральная территория «Сириус»

2020  Ялта 2021  Алушта

2022 Роза Хутор

2018 Алушта

2016 Алушта


